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このRAQの「その1」では、設計においてやむ
を得ない事情がない限りAGNDとDGNDを分離す
る必要がないことをご説明しました。「その2」では、
給電システム（PDS）について説明し、電源プレー
ンとグラウンド・プレーンを別の層として重ね合
わせることによって容量を増やす方法についても
説明しました。「その3」では、PCボード設計から最
高の性能を引き出すとともに、熱の大半を放出する
ために不可欠であるにもかかわらず、見落とされが
ちなもう1つの項目であるエクスポーズド・パッド
（E-Pad）を取り上げます。
E-Pad（0番ピン）は、近年多くの高速 ICパッケー
ジの下部に見受けられるパドルのことです。これは、
ダイからデバイス下方の中心点まで、すべての内部
グラウンドを結び付ける重要な接続です。E-Padに
よって、多くのコンバータやアンプでのグラウンド・
ピンが不要になります。ポイントは、このパッドを
PCボードにハンダ付けして、堅牢な電気的／熱的
接続をすることです。さもなければ、システムに大
きな被害が生じることがあります。
E-Padに対して最善の電気的／熱的接続を達成する
には、次の3つのステップが役立ちます。最初に、
可能ならば、PCボードの各層にE-Padを複製しま
す。これによって、すべてのグラウンドに分厚い熱
的接続が形成され、短時間での放熱が可能になりま
す。このことは、ハイパワー（消費電力の大きな）部
品では特に重要です。電気的には、これによって、
すべてのグラウンド層に良好かつ均等な接続が与
えられます。最下層のE-Padを利用すれば、デカッ
プリング用のグラウンド・ポイント、およびヒート・
シンクやサーマル・リリーフを接続するための場
所として使用できます。
次に、E-Padを均等なセグメントに分割します。格
子状のパターンは、最も効果的であり、シルクスク
リーン・クロスハッチまたはハンダ・マスクによっ

て実現できます。リフロー・アセンブリ・プロセス
においてはハンダ・ペーストがどう流れてデバイ
スをPCボードに接続するか保証がないため、接続
は存在していても、均一に配分されていなかったり、
さらに悪いケースでは片隅でわずかに接続されて
いるようなこともあります。E-Padを小さなパー
ティションに分割すれば、それぞれ別個の領域に接
続ポイントが置かれ、デバイスとPCボードの間に
堅牢で均一な接続が保証されます。
最後に、各パーティションにはグラウンドへのビア
接続を持たせます。通常、パーティションには複数
のビアを配置できるだけの十分な大きさがありま
す。組立ての前に、これらの各ビアがハンダ・ペー
ストまたはエポキシで満たされていることを確認
してください。この重要なステップによって、
E-Padのハンダ・ペーストがビア空隙にリフローし
ないことが確実となります。これを怠ると、適切な
接続が得られる可能性が低下します。
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